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공정변수 개선전 개선후

주석도금 정보제공 5건 90건

주석도금 품질개선 5건 30건

주석도금 COF개발 2㎛이상 2㎛이하

P-88  2012년도 한국표면공학회 춘계학술대회 논문집

무전해 PCB주석도금 품질기술력 향상

Elevation of quality for electroless Sn plating in PCB  
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초 록: 이동통신, 전자부품의 고속송신에 따라 핵심으로 사용되는 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)의 신뢰성을 
향상시키기 위한 주석도금기술과 품질 향상이 요구되고 있다. 오랜 역사를 갖고 있는 습식전자부품 주석도금기술은 과거
의 현장에서 기본원리, 도금액분석 등을 이수하는 정도였다. 최근 도금뿌리산업육성과 함께 PCB주석도금 신기술정보를 입
수하여 현장품질기술지원이 필요하다. 이에 수시로 업그레이드되고 변화하고 있는 해외신기술동향과 특허정보를 지원하였
다.

1. 서론

2. 본론
인쇄회로기판용 솔더(Pb-Sn)도금에는 인체에 유해한 납을 사용하고 있었다. 납이나 Cr6+는 작업환경을 해칠 뿐 아니라 

피부병이나 암을 유발한다고 알려져 있고, 지구환경오염까지 유발한다. 이를 대체할 2㎛이하의 친환경 주석도금기술개발이 

요구되고 있다. 이에 친환경 인쇄회로기판 국산도금기술개발 기술정보진원을 위한 무전해 주석도금액, 첨가제 자료제공,

시험분석 등을 지원함으로써 국산 COF용 무전해 PCB주석도금 화백엔지니어링사의 품질기술력 향상과 인재육성이 

필요하다. 2011년 현재 무전해 PCB주석도금에 사용되는 첨가제는 전량 해외에서 수입하는 실정이고 고가인데다 

개발인력확보에 어려움이 많다. 이에 인쇄회로기판 주석도금 연구개발 활성화와 함께 국산화 개발지원이 필요하다.

기술자문을 바탕으로 취약 주석도금표면처리분야의 인재육성과 차세대 COF용 무전해 PCB주석도금 약품국산화 

신기술정보를 지원하였다. 도금현장개선을 목표로 주석합금도금개발, 표면처리품질향상, 생산성 10%향상, 품질불량 

10%감소, 원가절감 15%를 목표로 하였다. 전자부품을 Solder도금한 후에는 위스커불량과 산화변색의 문제점이 내재해 

있엇다. 위스커성장이나 Solder미도금은 휴대폰 잡음발생이나 신호정송 방해를 초래하기도 하고 항공기 추락, 열차탈선 

등의 치명적인 안전사고를 초래한 적도 있었다. Bonding특성이나 젖음 특성을 저하시키기도 한다. 특히 최근 중국을 

비롯한 선진국 등 해외에서는 전자부품의 신뢰성 및 Solder도금 후에 고온 고습도하에서 발생할 수 있는 주석도금표면의 

산화와 변색, 솔더레지스트 Attack, 젖음성 저하 등의 표면불량을 감소시키는 품질불량 방지를 위한 연구를 실시하고 있다.

Table 1. Process parameters

3. 결론
인쇄회로기판의 주석도금 품질기술력 향상과 인재육성을 목표로 최근의 주석도금관련 해외 신기술정보제공과 교육,

세미나를 실시하였다. 국내 S전자, L전자, 코리아써키트, 대덕전자, 이수전자에서는 주석도금 변색방지에 대한 개발을 

진행하고 있다. 하지만 파인패턴용 COF무전해 주석제품은 수입하여 사용하는 실정이다. 수염모양으로 성장하는 

위스커(whisker)는 대형의 안전사고까지 초래하므로 위스커 발생억제를 위한 무전해 주석도금에 대한 특허, 논문 등 

해외신기술 지원이 필요하다. 향후 전기자동차나 하이브리드 자동차, 내비게이션, LED전자제품에는 주석도금이 

필수적이다. 이에 주기적으로 해외신기술정보와 자료가 제공되어야 하고, 세미나, 전시회를 통하여, 입수한 기술 자료와 

고급정보를 화백엔지니어링 무전해 주석도금공장 현장에 제공함으로써 COF 도금제품 국산화와 기술을 적용할 수 있을 

것으로 사료된다. 대용량신호를 고속전송하기 위해서는 표피효과(Skin Effect)에 의한 도금두께 균일화와 2㎛이하로 얇은 
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파인패턴 개발이 필수적이다. IT이동통신용 스마트폰이나 내비게이션 등 고주파 신호전송기기의 주석 도금두께 균일화,

밀착성향상이 필요하다. 인쇄회로기판 도금현장에 무전해 주석도금기술 정보제공과 자문을 실시한 결과, LCD용 

COF무전해 주석도금제품의 생산원가절감, 품질기술력향상과 함께 국가경제발전과 도금뿌리산업 인재육성이 기대된다.

무전해 주석도금기술은 기존 인쇄회로기판의 유해성 납이 함유된 솔더(Pb-Sn)도금을 대체할 수 있는 유일한 친환경 
도금기술이다. 최근부터 유럽의 유해환경 원소 사용금지 규정(RoHS)에 따라, 발암 물질인 납이나 Cr6+처리부품이 2007년 
7월 1일 이후부터 수출이 전면 금지되었다. 납은 얼굴이 창백해지고 불임증을 유발한다. Cr6+는 수질이나 대기환경을 오염 
시킬 뿐 아니라 발암물질로 알려져 있다. 이에 외부전문가의 도금현장 출동지원을 통하여 유해성 납이나 Cr6+을 사용하지 
않는 친환경 주석도금, 주석합금도금기술을 지원하였다.
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